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Abstract (en)
Bath, preferably aqueous bath, for electroplating with gold (alloy), which contains gold in the form of a gold sulfite complex, also contains bismuth
(Bi) compound(s), preferably water-soluble Bi compound(s), alloying metals if necessary and usual additives for gold sulfite baths. Independent
claims are also included for (1) The use of Bi compound(s), preferably water-soluble Bi compound(s) for the production of dental prostheses by
electroplating, especially as constituent of the above bath; (2) A process for producing dental prostheses from gold and gold alloys, especially
frameworks such as crowns, bridges, supraconstructions etc., by electroplating a suitable substrate, e.g. a pattern made from a stump of a tooth, with
gold (alloy) from this bath and then separating the substrate.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Bad für die galvanische Abscheidung von Gold und Goldlegierungen sowie dessen Verwendung zur Herstellung dentaler
Formteile. Bei diesem Bad liegt das Gold in Form eines Goldsulfitkomplexes vor. Das erfindungsgemäße Bad bzw. die erfindungsgemäße
Verwendung zeichnet sich dadurch aus, daß neben ggf. vorhandenen Legierungsmetallen und üblichen Additiven für derartige Goldsulfitbäder
mindestens eine Bismutverbindung vorhanden ist. Bei dieser Bismutverbindung handelt es sich vorzugsweise um eine Komplexverbindung,
insbesondere mit den Komplexbildnern NTA, HEDTA, DTPA oder EDTA. Die Erfindung ist mit einer ganzen Reihe von Vorteilen verbunden.
Hervorzuheben ist insbesondere, daß der Bismutzusatz dem Bad bereits bei seiner Herstellung zugegeben werden kann. Dies führt dazu, daß
dem Anwender ein über längere Zeit funktionsfähiges Bad zur Verfügung gestellt wird, dem vor dem Galvanisieren nicht zwingend weitere Zusätze
zugegeben werden müssen.
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